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Sposéb wytwarzania taSm i pretow bimetalowych na styki
do lgcznikow elektrycznych
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia tasm i pretow bimetalowych na styki do 1gcz-
nikoéw elektrycznych.

Jeden ze znanych sposobéw wytwarzania tasm
bimetalowych polega na platerowaniu hutniczym
taSm wykonanych z miedzi lub jej stopéow — sre-
brem albo jego stopami.

Inny znany spos6b polega na zgrzewaniu dy-
fuzyjnym pakietu skladajgcego sie z materiatu
podioza i materiatu stykowego, w atmosferze
ochronnej pod ci$nieniem.

Sposoby te sg skomplikowane i pracochlonne a
trwalo$¢ uzyskanego polgczenia jest niewielka.

Celem - wynalazku jest opracowanie sposobu
uproszczonego, a roéwnocze$nie zapewniajgcego
duzg pewno$é i trwalo§é polgczenia pomiedzy ma-
terialem stykowym i materiatem podloza.

Cel ten zostat osiggniety przez nalutowywanie

materialu stykowego na material podioza w ten
spos6b, ze pakiet zawierajgcy materiat podloza,
lutowie oraz material stykowy, przesuwa sie przez
odpowiednie otwory wykonane w plytach prowa-
dzgcych, podgrzewanych w taki sposob, ze tempe-
ratura pakietu jest wyzsza od temperatury top-
nienia lutu, a nizsza od temperatury topnienia ig-
czonych materialéw. Na material podloza naklada
sie jeden pasek lub pret materialu stykowego albo
réwnocze$nie dwa i wiecej paskow (pretow) usy-
tuowanych wzgledem siebie rownolegle.
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Zlutowany pakiet poddaje sie obrébce wykan-
czajgcej takiej jak walcowanie, przecigganie kali-
brujgce lub profilujgce.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktéorym fig. 1
przedstawia ukiad, w ktérym pakiet podgrzewany
jest przez plyty prowadzgce, fig. 2 — uklad w
ktérym pakiet podgrzewany jest bezposrednio me-
todg oporowa, fig. 3 — mostek stykowy otrzyma-
ny sposobem wedlug wynalazku.

Pakiet 1 skladajacy sie z materialu podloza w
postaci gladkiej — nierowkowanej plyty, lutowia
oraz materialu stykowego w postaci tasmy lub
preta, przesuwa sie przez otwory ksztaltowe pro-
wadzacych plyt 2. Plyty 2 podgrzewane sg za pc-
mocg grzejnikdw gazowych, elektrycznych 3 lub
bezposrednio metodg oporowg. Pod wplywem na-
grzania do temperatury wyzszej od temperatury
topnienia lutu, a nizszej od temperatury topnie-
nia lgczonych materialow nastepuje stopie-
nie lutu i zlutowanie przesuwanego pakietu. Pro-
wadzgce plyty 2 wywierajg pewien niewielki na-
cisk na przesuwany pakiet 1 zapewniajgc w ten
sposOb dokladne zwilzenie lutowiem lgczonych ma-
terialéw i roéwnomierne rozprowadzenie lutu.

Na plyte podioza naklada sie, w zalezno$ci od
potrzeby, jeden lub kilka paskéw (pretéw) z ma-
terialu stykowego. Okre§lone ulozenie materialu
stykowego zapewniajg wyciecia wykonane w piy-
tach 2 prowadzacych.
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Zlutowany pakiet poddaje sie nastepnie obroéb-
ce wykanczajgcej takiej jak — walcowanie, prze-
cigganie Kkalibrujace lub przecigganie profilujgce.
Lutowie stosuje si¢ w postaci folii, bgdz jest na-
niesione na material stykowy przed procesem lu-
towania. W przykladowym wykonaniu materiat
podioza stanowi miedz lub jej stopy, a material
stykowy srebro lub jego stopy.

W odmianie sposobu wedlug wynalazku pakiet 1
podgrzewany jest bezposrednio metodg oporowa.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania tasm i pretow bimetalo-
wych na styki do 1gcznikéw elektrycznych, zna-
mienny tym, ze pakiet (1) zawierajacy materiat

_podioza, lutewie z dodatkiem topnika lub bez top-
. nika oraz material stykowy, przesuwa si¢ przez

otwory w plytach prowadzacych (2) podgrzewa-

60387

15

4
nych w taki spos6b, ze temperatura pakietu (1)
jest wyzsza od temperatury topnienia lutu, a niz-
sza od temperatury topnienia lgczonych materia-
16w.

2. Sposdb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
na material podloza naklada sie tylko jeden pasek
lub pret materiatlu stykowego albo dwa i wiecej ta-
kich pask6w (pretéw), ktére uklada sie réwnolegle
wzgledem siebie.

3. Spos6b wedlug zastrz 1, 2, znamienny tym ZzZe
jako podloze stosuje sie miedz lub jej stopy, a
jako materiat stykowy srebro lub jego stopy.

4. Sposéb wedtug zastrz. 1, 2, 3, znamienny t{ym,
ze zlutowany pakiet (1) poddaje sie walcowaniu,
przecigganiu kalibrujgcemu i/lub przecigganiu pro-
filujgcemu.

5. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1, znamien-
na tym, ze pakiet (1) podgrzewany jest bezposred-
nio metodg oporowa.
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